《仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺规范》编制说明
（征求意见稿）
一、工作简况
1、任务来源
本项目是工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2018] 31号），计划编号：2018-0817T-JB，项目名称“仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺规范”进行修订，标准起草牵头单位：西安中科麦特电子技术设备有限公司，计划应完成时间2020年。
2、主要工作过程
[bookmark: _GoBack]起草（草案、调研）阶段：本标准于2018年5月立项，并成立工作组，查阅国内外有关资料，提出基本工作方案。工作组根据多年的国内外供货经验，仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺及使用企业对本标准的需求。研究分析了仪器仪表印制电路板组装件修焊的实际情况及用户对该类产品的各项指标的需求，上述工作为确定本标准的主要内容奠定了基础。
2018年12月10日在西安中科麦特电子技术设备有限公司召开编制工作组会议。会上对标准草案稿进行了逐字逐句的讨论，工作组根据专家意见，对标准进行修改，形成本征求意见稿及编制说明。
征求意见阶段：

审查阶段：

报批阶段：

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等
标准起草牵头单位：西安中科麦特电子技术设备有限公司；参与单位：中国科学院西安光学精密机械研究所、陕西子竹电子有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司、西安康发光电信息系统有限公司、西安奥赛福科技有限公司、国家仪器仪表元器件质量监督检验中心。
工作组主要成员：张国琦、曹捷、杨银娟、田伟国、任小勇、徐秋玲、张 阳、耿焱锋、李卫红、于振毅。
工作安排：
张国琦任工作组组长，全面负责标准制定工作；曹捷负责标准资料收集归纳、确定标准相关技术参数等工作；杨银娟根据汇总资料执笔；田伟国、任小勇、耿焱锋、李卫红负责标准资料收集，提供本企业相关技术资料，并初步审核标准技术指标。徐秋玲、张阳负责与参编单位沟通，协调工作组内意见。于振毅负责试验验证工作。
二、标准编制原则和主要内容
1、编制原则
本标准的修订原则是力求全面、实用、科学，并以生产厂家多年生产实践以及众多用户使用为基础，根据GB-T1.1-2009《标准化工作导则》第1部分，标准的结构和编写规定，参照有关国家标准、企业标准进行编制，尽量与现行有关标准协调、统一。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性，并注意吸收国内、外相关的研究成果。
2、主要内容
本标准为修订标准，修订的主要内容为：
（一）、第2章：
增加了规范性引用文件。
GB/T 7157-2008 电烙铁
GB/T 3131-2001 锡铅钎料 
GB/T 2423.28-2005  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊  
（二）、第3章：
增加了六条术语和定义的内容。
（三）第4章：
对修焊的目的进行具体说明。
“在生产线上修理是对生产过程中焊接不良仪器仪表印制电路板组装件进行修理作业。修理完成的仪器仪表印制电路板组装件经过检查之后符合要求才能进入下一道工序。对仪器仪表印制电路板进行修焊是为了降低生产成本，提高生产效率。”
（四）第5章：
增加：5.2.4 预热和烘烤
对仪器仪表印制电路板在修焊前应进行预热和烘烤，在元器件比较大时，不预热而直接修焊电路板，容易引起电路板的变形。
当发生下列情况时，需要进行预热。 
——当加热过程中基板、元件存在受到大热量冲击的风险时需要提前预热。
——当基板的加热方式不能使所有的焊点在一个可接受的时间内达到适当的回流温度时需要做预热。
——多层线路板和内有大尺寸地层的电路板的穿孔器件进行返修时，需要进行预热重点控制温度上升速率。
——对BGA等大尺寸元件进行返修时，要进行底面预热。
——预热温度根据组件上的元件的耐热条件确定，通常设置在100℃~120℃之间。
——对于长时间放置在空气中的电路板要适度烘烤以保证其焊接质量。
（五）、第6章：
增加自动修焊设备：
6.2.1半自动修焊机
适用于修焊通孔插装元器件的波峰修焊机。工作温度为：220℃~280℃，控温精度为±5℃，焊料波峰维持时间不宜超过5秒钟，以免印制板因为过热而损坏，焊料波峰中不允许有氧化物存在，焊料锅应接地。
6.2.2返修工作站
适用于BGA、QFB、CSP等贴装元件的返修。返修工作站同时具有修焊、贴装、回流焊接等多项功能，对于大尺寸的印制板还有整板预热功能。因加热方式的不同，返修工作站分为红外返修工作站和热风返修工作站。
对6.3检测设备进行补充：
[bookmark: _Toc13212]“万用表、示波器、IC在线测试仪、AOI全自动光学检测仪、X射线检测仪、其它测试仪器。
X射线检测仪主要是针对BGA返修后的检测。”
（六）、第7章：
对修焊原则进行补充。
7.1.2在返修过程中，无论是解焊还是焊接过程，整个返修过程都应控制在5s~10s内，对于无需返修部分，采用隔热装置予以保护。
7.1.3在返修过程中，无论是解焊还是焊接过程，采用热风返修时，要求焊点峰值温度小于235℃，整个过程控制在60s~80s内。
7.1.4采用手工铬铁返修时，用铬铁头直接加热焊盘的方法，铬铁头空载温度设置在340±10℃，可根据需要调整。整个操作过程控制在3s~5s内。
7.1.5在返修过程中严禁铬铁加热头直接接触元器件的封装体和焊端。
增加“7.3.2波峰修焊机的修焊方法：
启动电源开关、加热至焊料溶化、并控制在设定的焊接温度（数字显示）上，将印制板的焊接面朝下，利用光点指示器使待拆件（对待拆件周围的其他焊盘要用耐温胶贴好，以保持整个印制板的清洁）与波峰喷口对中、安稳，启动波峰，给待拆件焊点加热，待焊点溶化后取下元件，随后，将新的元件顺手插到印制板上的相应位置（元件已涂覆助焊剂）持续3s后波峰落下，焊点冷凝后取下印制板。
7.3.3返修工作站的修焊方法：
开启电源，让返修工作站处于工作状态，将印制板放在返修工作站的返修区，需拆元件置于加热头（热风或红外）的下方，启动解焊程序，加热头按照设定的温度曲线对元件及焊点加热，待焊点熔化后取下元件。
将拆下元件的印制板取下，用烙铁及吸锡线清理干净印制板焊盘，在焊盘上手工印刷上焊锡膏，再将印制板放在返修工作站的返修区，返修元件焊盘置于加热头（热风或红外）的下方。
将需更换的贴装元件（如BGA)放在元件拾放头上，光学系统将印制板上的焊盘和元件焊脚成像在液晶屏的同一幅画面上，通过调整印制板的X-Y位置及旋转元件的角度，使印制板上焊盘及元件焊脚在液晶屏上的位置重合，退出光学系统，向下调整元件位置使元件贴放在印制板的焊盘上。启动焊接程序，加热头按照设定的温度曲线对元件及焊盘加热，待焊膏熔化后自动停止加热，并吹冷风，使元件凝固。取下印制板，修焊过程结束。
7.3.5对具有连接器的印制电路板的修焊方法
维修时注意对连接器本体保护，防止烙铁对器件的损坏，维修时尽可能不用或少用助焊剂，必须完全避免助焊剂爬上引脚上部的器件金手指处，维修后清洗时注意用无纺布沾少许洗板水清洗管脚，不可使用毛刷清洗，清洗时注意不可将洗板水渗到器件金手指处，清洗完后必须用显微镜检查整个器件，并重点检查器件有无助焊剂残留（重点是连接器的金手指处）。”
删除原标准中：“8、印制导线和焊盘的修复方法。”由于现有对印制导线和焊盘损坏的印制电路板不在使用，故本规定不在适用现有技术。
3、解决的主要问题
标准的修订，解决了标准过时，不适用现有技术发展的问题。
三、明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明
本标准项目不涉及专利问题。
四、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
本标准是对JB/T7489-1994《仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺规范》标准的技术修订。
随着科学技术的进步和电子工业的发展，电子元器件和电子专用设备快速发展，在元器件市场上出现了BGA、QFB、CSP等器件，同时在电子专用设备市场上也出现了BGA翻修工作站等针对不同元器件的专用修复设备，而原有的行业标准JB/T 7489—1994《仪器仪表印制板组装件修焊工艺规范》已经不能适应现在电子工业的发展要求，现参考国际先进标准，同时结合国内多家印制板组件返修工艺规范，对原有行业标准进行修正，以适应现有技术的发展要求。
五、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
本标准没有采用国际标准。
本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。
本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。
本标准水平为国内先进水平。
六、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性
本标准符合现行相关法律、法规、规章。与其他标准协调一致。
七、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
八、标准性质的建议说明
建议本标准为推荐性行业标准。　
九、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）
建议本标准批准发布6个月后实施。
十、废止现行相关标准的建议
无。
十一、其他应予说明的事项
无。
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